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Produtos avancados como computadores, células solares, celulares e sensores (biologicos) sédo
fabricados utilizando técnicas de microfabricagdo. O conhecimento sobre processos de
microfabricacdo é um fator crucial para a industria de manufatura avangada, mas também para
tecnologias emergentes em empresas iniciantes (startups). Nesta disciplina, o aluno vai aprender
a trabalhar em um ambiente de sala limpa, procedimentos e aplicacbes de tecnologias de
microfabricacdo, desde os processos classicos de litografia, deposicdo e corrosao até novas
tecnologias para fabricacéo de dispositivos.

Conteldo Programatico:
i) Conceitos préticos para o trabalho em ambiente de sala limpa;

ii) Processo de deposicao. Deposicdo quimica em fase vapor (CVD). Exemplo pratico: Crescer
grafeno por CVD. Deposicao fisica em fase de vapor (PVD). Exemplo préatico: Deposicao de filmes
finos metalicos por feixe de elétrons (e-beam).

ii) Litografia. Descrever em detalhe os dois principais métodos de transferéncia de padrdes:
litografia por feixe de elétrons e litografia 6ptica. Exemplo pratico: litografia para transferéncia de
padrdes para contacto metalico em dispositivos de grafeno.

iv) Corrosdo. O processo de corrosdo por via humida e seca sera abordado. O processo de
corrosdo anisotrépico via plasma de ions reativo (RIE). Exemplo prético: corrosdo de nitrito de
silicio utilizando RIE. O processo umido (em ambiente liquido) sera discutido. As principais reacoes
guimicas envolvidas no processo serdao apresentadas, assim como o ataque isotropico. Exemplo
pratico: utilizacdo de tampéao HF para corrosdo de camada de dioxido de silicio.

v) Caracterizagdo: Métodos de caracterizagdo dos dispositivos por técnicas épticas e eléctricas.

vi) Tecnologias avangadas de microfabricac@o. Neste tépico sera discutido 0s novos processos de
microfabricacéo de dispositivos para aplicacdes optoeletrénicas, elétricas e de (bio)sensoriamento.
Feixe de ion focalizado (FIB) para nanofabricagdo. Fabricacdo de dispositivos microfluidicos com
por litografia macia (soft lithography). Impresséo 3D e impresséo a jacto de tinta.

Critério de Avaliagao:

| - A — excelente: corresponde as notas no intervalo entre os graus 9 e 10;

Il - B —bom: corresponde as notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;

lll - C —regular: corresponde as notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;

IV - R — reprovado: corresponde as notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9.
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Bibliografia:
Bibliografia Basica
- M. Madou, Fundamentals of Microfabrication, 2nd edition, CRC Press, Boca Raton (2002).

- R. C. Jaeger,Introduction To Microelectronic Fabrication, V 5, 2nd edition, Prentice Hall (2002).
Bibliografia Complementar

- Artigos da literatura
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